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取取取取りりりり付付付付けけけけピピピピンンンン

挿入力３Ｋｇ以下

ババババネネネネ 6666ｍｍｍｍｍｍｍｍのののの時時時時 0000....8888ｋｋｋｋｇｇｇｇ

ババババネネネネ 5555ｍｍｍｍｍｍｍｍのののの時時時時 1111....3333ｋｋｋｋｇｇｇｇ

ババババネネネネ 4444ｍｍｍｍｍｍｍｍのののの時時時時 1111....6666ｋｋｋｋｇｇｇｇ

基盤穴径 φ2.8ｍｍ

取取取取付付付付けけけけ推推推推奨奨奨奨範範範範囲囲囲囲：：：：11112222....2222ｍｍｍｍｍｍｍｍ±±±±1111....0000 1111....3333KKKKgggg±±±±0000....4444KKKKgggg（（（（基基基基盤盤盤盤++++CCCCPPPPUUUU++++ヒヒヒヒーーーートトトトシシシシンンンンククククベベベベーーーースススス厚厚厚厚ささささ））））

ヒートシンク穴径 φ3.0ｍｍ

デバイス（半導体）

ヒートシンク

プリント基板


